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梱包箱統合のご連絡 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のことお喜び申し上げます。平素は格別なる御高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

さて、現在納入中のリール製品用の梱包箱は、製品群毎に異なる仕様（寸法、外観）が混在しています。 

在庫保管時/輸送時の安定性の向上、内容物情報表示部の拡大、弊社製品の梱包デザインの統一化、等を図る為に、梱包箱

の統合を進めています。 

 

つきましては日本国内工場の生産品を対象に、下記のように変更させて頂きたく、ご連絡を差し上げます。 

尚、貴社と取り交わしている納入仕様書に、梱包箱の仕様が記載されている場合は、本連絡書にて変更とさせていただき

たく、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。 

 

本件の内容につきましてご要望・ご不明点等ございましたら、２０２４年３月３１日迄に、弊社営業担当にお問い合わせ

いただきます様、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

－ 記 － 

 

１． 対象製品＆変更内容： 添付資料をご参照願います 

２．変更予定時期    : ２０２４年１０月弊社工場出荷分より順次自然切替致します 
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３．変更イメージ：  

 

積層セラミックチップコンデンサ、他セラミックコンデンサ製品 

※ 印刷が変更となります(印刷色にTDKブルー[PANTONE293C]を使用、TDKロゴを最新版に変更、斜線を削除、ケアマーク/ラ

ベル位置の変更)。 
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積層チップNTCサーミスタ、積層チップバリスタ、マグネティクス製品、高周波製品及びモジュール製品等 

※ 梱包仕様が下記の通り変更となります。 

※ サイズが変更になるため、場合によってはリール数も変更となる可能性があります。 
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